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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. P rzedm io tem  norm y  są 
nazw y i określenia dotyczące techn ik i d rukow a
nia w ypukłego  z zakresu  chem igrafii.

1.2. Zakres stosowania normy. P odane w  n o r
m ie nazw y i określen ia należy  stosować przy  
opracow yw aniu  norm  oraz innych  pub likacji 
z dziedziny chem igrafii.

2. POJĘCIA OGÓLNE

(2.1) chemigrafia —  wg BN-73/7401-01.
(2.2) atlas barw —  usystem atyzow any  uk ład  

wzorców  barw n y ch  przeznaczony do oceny b arw  
poprzez porów nyw anie wzrokowe.

(2.3) korekcja barwna —  efek t uzyskiw any 
w procesie rep ro d u k cy jn y m  jako w yn ik  re tu szu  
(ręcznego, fotom echanicznego, elektronicznego), 
polegający na usun ięciu  odchyleń  barw nych , 
pow stających  na  sk u tek  niedoskonałości m a te r ia 
łów, procesów  rep ro d u k cy jn y ch  i d rukow ania.

(2.4) korekcja tonalna — efek t uzysk iw any  w 
procesie rep ro d u k cy jn y m  jako  w yn ik  re tu szu  
(ręcznego, fotom echanicznego, elektronicznego), 
polegający ma usunięciu  odchyleń tonalnych, 
pow stających  na sk u tek  niedoskonałości m a te r ia 
łów, procesów  rep ro d u k cy jn y ch  i drukow ania.

(2.5) tolerancja kwasowa —  różnica m iędzy n a j
większą i najm niejszą  ilością kw asu  azotowego 
w 1 dm 3 roz tw oru  traw iącego, k tó ra  p rzy  zacho
w aniu  najko rzystn ie jszych  w arunków  traw ien ia  
zapew nia o trzym anie klisz w łaściw ej jakości.

(2.6) wydajność roztworu trawiącego —  n a j
większa ilość gram ów  m etalu  roztw orzonego (roz
puszczonego) w 1 dm 3 roztw oru  traw iącego, nie 
m ająca u jem nego w pływ u  na proces jednostop- 
niow ego traw ien ia .

(2.7) w spółczynnik przeliczeniowy —  liczba 
wskazująca stosunek stężeń kwasu wzorcowego
o gęstości 1,41 g/cm3 do kwasu badanego 
uwzględniająca wpływ temperatury na wartość 
gęstości.

(2.8) trwałość roztworu trawiącego — czas, w 
ciągu którego roztwór trawiący zachowuje swoje 
właściwości użytkowe, zależny od ilości roztwa
rzanego metalu.

(2.9) profil elem entu drukującego kliszy —  
przekrój elementu drukującego, charakteryzują
cy się kątem nachylenia jego krawędzi bocznych 
do podstawy kliszy.

(2.10) głębokość traw ien ia— wg BN-72/7401-09.

3. CZYNNOŚCI

(3.1) przygotowanie p łyty  — przycięcie płyty do 
wymaganego formatu, oczyszczenie jej powie
rzchni (zmycie, odtłuszczenie, zmatowanie) w  celu 
uzyskania właściwej przyczepności warstwy ko
piowej i prawidłowego przebiegu dalszych proce
sów produkcyjnych.

(3.2) odtłuszczanie p łyty  — usuwanie tłuszczu 
z powierzchni płyty chemigraficznej (np. mie
szanką ługowo-kredową) w procesie przygotowy
wania płyty w  poszczególnych etapach trawienia 
wielostopniowego i po zakończeniu trawienia jed- 
nostopniowego.

(3.3) matowanie —  proces zmieniający struktu
rę powierzchni płyty chemigraficznej w celu 
zwiększenia przyczepności nanoszonego roztworu 
kopiowego.

(3.4) uczulanie roztworu — nadawanie roztwo
rowi nieuczulonemu na działanie promieniowania 
aktynicznego, przeznaczonemu do otrzymywania 
warstwy kopiowej, właściwości światłoczułych 
przez dodanie odpowiednich związków chemicz-
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nych, np. dw uchrom ianu  am onow ego, zw iązków 
dw uazoniow y ch .

(3.5) preparowanie p łyty — wg BN-72/7401-10.
(3.6) kondycjonowanie p łyty  fotorełiefow ej —

przygotow anie p ły ty  fo torełiefow ej do kopiow a
nia, po legające na poddan iu  je j działaniu , np. 
d w u tlen k u  węgla, przez określony  czas w celu 
u ak tyw nien ia  w a rs tw y  św iatłoczułej.

(3.7) Kopiowanie uczulonej p łyty —  wg BN-72/ 
7401-10.

(3.8) w yw oływ anie kopii chem igraficznej —
usuw anie  rozpuszczalnych  elem entów  w arstw y  
kopiow ej w celu  odsłonięcia m ate ria łu  p ły ty  che
m igraficznej do dalszej obróbki.

(3.9) w ym yw anie kopii fotorełiefow ej —  usu 
w anie n ienaśw ie tlonych  p a rtii w arstw y  fo to relie- 
fow ej odpow iednim i roztw oram i.

(3.10) barwienie w arstw y kopiowej —  w pro
w adzenie do w arstw y  kopiow ej odpow iedniego 
b arw n ik a  (np. fio le tu  m etylow ego), m ające na 
celu uzyskan ie lepszej widoczności skopiow anego 
obrazu.

(3.11) hartowanie kopii (u tw ardzanie , garbow a
nie) —  proces chem iczny polegający  n a  zanurze
n iu  w yw ołanej kopii w  roz tw orach  w odnych kw a
su  chrom ow ego (w arstw a z polialkoholem  w iny
low ym ) lub  dw uchrom ianu  potasow ego i a łu n u  
chrom ow o-potasow ego (np. w a rs tw a  kopiow a k le
jowa) lu b  innych , w  celu zw iększenia w łaściw o
ści kw asoodpornych  w arstw y  kopiow ej.

(3.12) w ygrzew anie kopii —  rów nom ierne ogrze
w anie w yw ołanej i ew en tu a ln ie  zah arto w an ej ko
p ii w  ok reślonym  czasie i określonej tem p e ra tu 
rze  w  celu zw iększenia w łaściw ości kw asoodpor
n y ch  w a rs tw y  kopiow ej.

(3.13) pudrowanie kopii (kliszy) —  czynność 
polegająca n a  nan iesien iu  proszku  kw asoodpor- 
nego (asfalt, kalafonia) na p o k ry tą  fa rb ą  kopię 
lu b  kliszę.

(3.14) retuszowanie kopii —  usunięcie  w ad ko
pii po legające na  uzupełn ien iu  b raków  ry su n k u , 
u suw an iu  zanieczyszczeń itp.

(3.15) zabezpieczenie p łyty  —  zabezpieczenie 
odw ro tnej s tro n y  p ły ty  p rzed  działan iem  roztw o
rów  traw iący ch  przez pokrycie je j lak ierem  kw a- 
soodpornym .

(3.16) trawienie klisz —  proces zam ierzonego 
roz tw arzającego  (rozpuszczającego) oddziaływ ania 
roz tw oru  traw iącego  lub  procesu  galw anicznego 
(traw ien ie  elek tro lityczne) n a  m ate ria ł p ły ty , w 
k tó rego  w yn iku  uzysku je  się  kliszę o w ypukłych  
elem entach  d ru k u jący ch  dla techn ik i d rukow ania  
w ypukłego.

(3.17) trawienie kłLsz elektrolityczne — sposób
w ykonyw ania klisz, w k tó ry m  usuw an ie  m etalu  
z elem entów  n ied ru k u jący ch  uzysku je  się m etodą

anodow ego roz tw arzan ia  (rozpuszczania) w  k ą 
pielach galw anicznych.

(3.18) trawienie klisz chemiczne —  proces za
m ierzonego roz tw arzającego  (rozpuszczającego) 
oddziaływ ania roz tw oru  traw iącego (np. kw asu  
azotowego) na  niezabezpieczone kopią p rzestrze 
nie (m iejsca) p ły ty  chem igraficznej w  celu uzy
sk an ia  w ypukłych  elem entów  druku jących .

Rozróżnia się: traw ien ie  w ielostopniow e i je- 
dnostopniow e.

(3.1 S) trawienie klisz w ielostopniowe —  sposób 
chem icznego w ykonyw ania klisz, w  k tó ry m  w y
m aganą głębokość m iejsc n ied ru k u jący ch  oraz 
pro fil elem entów  d ru k u jący ch  uzysku je się w 
kilku  traw ien iach , p rzy  czym  elem en ty  d ru k u jące  
są zabezpieczane spec ja lną  w arstw ą ochronną 
przed każdym  ko le jnym  traw ien iem .

W traw ien iu  w ielostopniow ym  w ystępu ją:
—  traw ien ie  w stępne (zatraw ka),
—  traw ien ie  pogłębiające,
—  traw ien ie  pomocnicze,
—  traw ien ie  średnie,
—  traw ien ie  głębokie,
— traw ien ie  efek tu jące ,
— traw ien ie  zaokrąglające,
—  traw ien ie  czyste (końcowe).
(3.20) traw ien ie  w stępne (zatraw ka) —  pierw szy 

p ły tk i stopień traw ien ia  uzysk iw any  w słabych 
roz tw orach  traw iących , w ykonyw any  w celu 
o trzym an ia  m in im alnej głębokości elem entów  
n ied ruku jących , n iezbędnej do naniesienia zabez
pieczającej w arstw y  fa rb y  na e lem enty  d ru k u 
jące.

(3.21) trawienie pogłębiające — traw ien ie  w y
konyw ane w celu uzyskania w ym aganej głębo
kości elem entów  n ied ru k u jący ch  (przestrzen i m ię- 
dzypunktow ych) w procesie w ielostopniow ego 
traw ien ia  klisz.

(3.22) trawienie pomocnicze —  traw ien ie  w yko
n yw ane w  celu uzyskania w ym aganej głębokości 
dla traw ien ia  średniego, po up rzedn im  zabezpie
czeniu na m okro  m iejsc n ied ru k u jący ch  przed  
niepożądanym  pokryciem  farbą.

(3.23) trawienie średnie — traw ien ie  w ykony
w ane p rzew ażn ie w m aszynie na  traw ien ia , w 
k tó ry m  uzysku je  się odpow iednią głębokość re lie 
fu dla tego traw ien ia , poprzedzone uprzednim  za
bezpieczeniem  ry su n k u  w arstw ą ochronną przed 
pod traw ien iem .

(3.24) trawienie głębokie —  traw ien ie  w ykony
w ane przew ażnie w m aszynie do traw ien ia  w celu 
uzyskania docelow ej głębokości m iejsc n ied ru k u 
jących, po uprzedn im  zabezpieczeniu w arstw ą 
ochronną ry su n k u  w raz z pozostałym  stopniem  
w traw ien iu  średnim .

(3.25) trawienie efektujące — traw ien ie  m ające 
na celu zm niejszenie punk tów  rastrow ych  na k ii-
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szy przy  w ykonyw aniu  k o rek ty  b arw n ej lub  to 
nalnej, po uprzedn im  zabezpieczeniu p a rtii ry 
su n k u  n ie podlegających  tem u  traw ien iu .

(3.26) trawienie zaokrąglające —  traw ien ie  w y 
konyw ane roz tw orem  traw iącym  w  kuw ecie, k tó 
ry  s traw ia  (zaokrągla) kraw ędzie stopn i pow sta
ły ch  podczas traw ien ia  głębokiego i częściowo 
średniego, po uprzedn im  zabezpieczeniu w arstw ą 
ochronną ry su n k u  w raz z częścią pow stałego 
stopn ia  w traw ien iu  średnim .

(3.27) trawienie czyste (końcowe) —  traw ien ie  
w ykonyw ane w kuw ecie w celu straw ien ia  pozo
stałości s topn ia  z traw ien ia  średniego, po u p rzed 
nim  zabezpieczeniu pow ierzchni ry su n k u  w arstw ą 
ochronną.

(3.28) otrawianie —  traw ien ie  m ające na celu 
usunięcie punk tów  rastro w y ch  z tła  otaczającego 
w łaściw y rysunek .

(3.29) m agnezjowanie —  czynność polegająca 
na w ta rc iu  w p rzestrzen ie  m iędzypunktow e kliszy 
ra s tro w an e j w ęg lanu  m agnezow ego w  celu lep 
szego uw idocznienia ry su n k u .

(3.30) nadawanie farby —  rów nom ierne n an ie 
sienie fa rb y  w ałk iem  na elem en ty  d ru k u jące  k li
szy w  trak c ie  poszczególnych etapów  traw ien ia  
w ielostopniow ego lub  w  celu w ykonan ia odbitk i 
p róbnej.

(3.31) zm ywanie klisz —  u suw anie w a rs tw y  
ochronnej lub  fa rb y  z klisz odpow iednim i roz
puszczalnikam i.

(3.32) trawienie klisz jednostopniowe —  sposób 
chem icznego w ykonyw ania klisz, w k tó ry m  w y
m aganą głębokość elem entów  n ied ru k u jący ch  
oraz odpow iedni p ro fil elem entów  d ru k u jący ch  
uzysku je  się w jednym  traw ien iu  przez zastoso
w anie specjalnego roz tw oru  traw iącego, w  k tó 
rego  sk ład  wchodzi zw iązek tw orzący na  ścian
kach elem entów  d ru k u jący ch  bardzo  cienką w a r
stw ę ochronną, zabezpieczającą p rzed  pod traw ie- 
niem .

(3.33) regeneracja roztworu trawiącego —  do
prow adzenie stężenia sk ładników  roz tw oru  t r a 
wiącego, k tó re  uległo obniżeniu podczas procesu 
traw ien ia , do w artości p rzy ję te j w  danym  proce
sie technologicznym .

(3.34) korekta klisz —  czynności zw iązane 
z usuw aniem  w ad gotow ej kliszy, w ykonyw ane 
ręcznie ry lcam i lub  gładzikam i, chem icznie (do- 
traw ian ie) lub  m echanicznie (np. frezarką).

(3.35) korekta klisz fotoreliefowych —  w pro
w adzenie n iew ielk ich  zm ian polegających na u su 
nięciu (wycięciu) w arstw y  fotoreliefow ej, oder
w aniu  jej od podłoża i ew en tualnym  w klejen iu  
w  to m iejsce now ej w arstw y .

(3.36) grawerowanie elektroniczne klisz —  
au tom atyczne w ykonyw anie klisz rastrow ych  
i k reskow ych na skanerach .

(3.37) grawerowanie mechaniczne klisz — w y
konyw anie klisz kreskow ych n a  m aszynach s te 
row anych  m echanicznie.

(3.38) frezowanie — m echaniczne usuw anie lub  
pogłębianie n ied ru k u jący ch  p a rtii klisz kresko
w ych freza rk ą  pionow ą (rauting).

(3.39) fasetowanie — m echaniczne form ow anie 
p ro filu  kraw ędzi k liszy (np. frezark ą  poziomą), 
um ożliw iające je j um ocow anie p rzy  n iek tó rych  
sposobach m ontow ania.

(3.40) montowanie klisz —  zam ocow yw anie go
tow ych klisz na  podstaw kach  (np. nak lejan ie , 
p rzybijan ie) w  celu  uzyskan ia po trzebnej w p ro 
cesie d rukow ania  ich wysokości.

4. PÓ ŁPRO D U K TY

(4.1) płyta chemigraficzna —  p ły ta  (ze stopu 
cynku, m osiądzu, m iedzi, stali, m agnezu, alum i
n ium  lub  z tw orzyw a sztucznego) o odpow iedniej 
grubości i gładkości, przeznaczona do w ykonyw a
nia klisz chem igraficznych.

(4.2) płyta kopiowa —  rodzaj p ły ty  chem igra- 
ficznej pow leczonej w arstw ą kopiową.

(4.3) płyta presensybilizowana chemigraficzna — 
rodzaj p ły ty  kopiow ej z naniesioną przem ysło
w ym i m etodam i w arstw ą kopiow ą, zachow ującą 
w łaściw ości fo to rep ro d u k cy jn e  przez dłuższy okres.

(4.4) płyta presensybilizowTana negatywow a — 
rodzaj p ły ty  presensybilizow anej, zaw ierającej 
fo tou tw ardzalną  w arstw ę kopiow ą.

(4.5) płyta presensybilizowana pozytywowa — 
rodzaj p ły ty  presensybilizow anej, zaw ierającej 
fotorozpuszczalną w arstw ę kopiową.

(4.6) płyta fotoreliefowTa —  rodzaj p ły ty  kopio
wej zaw ierającej w arstw ę św iatłoczułą uzyskaną 
ze zw iązków  w ielkocząsteczkow ych (np. fotopoli- 
m erów ). Z w arstw y  te j po kopiow aniu  i obróbce 
(w ym yw aniu, w ydm uchiw aniu) pow sta je  re lie f 
fo rm y drukow ej.

(4.7) warstwa kopiowa chemigraficzna —  św ia
tłoczuła w a rs tw a  reag u jąca  na określoną ilość 
energii prom ieniow ania ak tynicznego, o trzym ana 
przez w ysuszenie naniesionego na p ły tę  chem i- 
graficzną roz tw oru  kopiowego.

R ozróżnia się w arstw y  kopiow e fo tou tw ardzal- 
ne i fotorozpuszczaŁne.

(4.8) warstwa kopiowa fotoutwardzalna —  wg 
BN-72/7401-10.

(4.9) warstwa kopiowa fotorozpuszczalna — wg 
BN-72/7401-10.

(4.10) kopia chemigraficzna —  obraz o trzym any  
z pojedyńczych przezroczy w w yniku  procesu 
kopiow ania oraz obróbki w arstw y  kopiow ej. K o
pia chem igraficzna stanow i etap  w uzyskaniu  
form y drukow ej.
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(4.11) warstwa ochronna chemigraficzna
a) w arstw a  zabezpieczająca elem en ty  d ru k u jące  

k liszy  podczas traw ien ia  p rzed  działaniem  roz
tw orów  traw iących , sk ład a jąca  się z fa rb y  g ra 
ficznej, asfa ltu  syry jsk iego , kalafonii lub  w osku 
pszczelnego, p a ra fin y  itp .;

b) w arstw a zabezpieczająca n ieuży tkow ą s tro 
nę traw ione j k liszy  (np. lak ie r szelakow y, asfa l
tow y itp.) p rzed  działan iem  roz tw oru  traw iącego 
naniesiona fabryczn ie lub  w  zakładzie po lig ra
ficznym .

5. PRODUKTY

(5.1) klisza chemigraficzna —  p ły ta  m etalow a 
lub  z tw orzyw a sztucznego z re lie fem  ry su n k u  
kreskow ego lub  rastrow anego  w ykonanego m eto
dą traw ien ia , g raw erow an ia  lub  w ym yw ania; m o
że stanow ić form ę drukow ą, lecz najczęściej jest 
je j e lem entem  składow ym . Przeznaczona jes t dla 
techn ik i d rukow ania  w ypukłego.

(5.2) klisza fotoreliefow a —  rodzaj k liszy che
m igraficznej kreskow ej lub  ra s tro w an ej, k tó re j 
re lie f uzyskano w  w arstw ie  św iatłoczułej ze zw ią
zków  w ielkocząsteczkow ych m etodą kopiow ania, 
w ym yw ania  lub  w ydm uchiw ania.

(5.3) klisza rastrowana —  rodzaj k liszy  chem i
g raficznej przeznaczonej do d rukow an ia  re p ro 
d ukcji o ry g in a łu  g łów nie w ielotonalnego, n a  k tó 
re j w artości tonalne o ryg ina łu  zostały  rozłożone 
na sy stem atyczny  u k ład  elem entów  d ru k u jący ch  
różnej w ielkości (np. ra s tre m  lub  innym  urządze
n iem  ra stru jący m ).

(5.4) klisza otrawiona —  rodzaj k liszy chem i
graficznej ra s tro w an e j, n a  k tó re j tło  w okół ry 
sunku, będącego p rzedm io tem  reprodukcji, zosta
ło u su n ię te  chem icznie lu b  m echanicznie.

(5.5) klisza dwustronnie trawiona —  rodzaj k li
szy chem igraficznej ra s tro w an e j w ykonanej m e
todą traw ien ia  z pom ocniczym  re lie fem  w y tra 
w ionym  na odw rotnej s tro n ie  w  celu u ła tw ien ia  
p rzy rządzan ia .

(5.6) klisza kreskowa —  rodzaj k liszy  chem i
g raficznej przeznaczonej do d rukow ania  re p ro 
dukcji o ryg ina łu  jednotonalnego (kreskowego).

(5.7) klisza rastrowo-kreskowa —  rodzaj kliszy 
chem igraficznej z ra s tro w an y m i i kreskow ym i 
e lem entam i obrazu.

(5.8) komplet klisz — zestaw  klisz chem igra- 
ficznych n iezbędnych do odw zorow ania o ryg inału  
w  procesie d rukow an ia  w ielokolorow ego lub  w ie
lobarw nego.

(5.9) klisza do tłoczenia introligatorskiego —  ro
dzaj k liszy  k reskow ej o odpow iedniej głębokości 
re lie fu , w ykonanej z p ły ty  chem igraficznej o od
pow iedniej grubości, przeznaczonej do tłoczeń na 
opraw ach  in tro ligato rsk ich .

(5.10) forma gięta — wg BN-73/7401-01.

6. WADY KLISZ

(6.1) smolaki —  niepożądane e lem enty  d ru k u 
jące pow stałe  w  sposób n iezam ierzony w  procesie 
traw ien ia.

(6.2) przetrawienie —  w ada spow odow ana n ad 
m iernym  działaniem  roz tw oru  traw iącego, w sku
tek  czego elem en ty  (d ruku jące  k liszy u leg ły  
uszkodzeniu ew en tualn ie  straw ien iu .

(6.3) podtrawienie —  w ada spow odow ana n ie
praw id łow ym  przebiegiem  procesu traw ien ia , 
w sku tek  czego boczne płaszczyzny elem entów  
d ru k u jący ch  p rz y b ra ły  k sz ta łt w klęsły.

(6.4) w żery  —  niezam ierzone w y traw ien ie  od
w ro tne j (n ieużytkow ej) s tro n y  kliszy spow odo
w ane nieodpow iednim  zabezpieczeniem  w arstw ą 
ochronną.

(6.5) rekrystalizacja —  zm iana s tru k tu ry  k ry 
stalicznej m eta lu  p ły ty  pow odująca zm ianę je j 
w łaściw ości m echanicznych, przez co s ta je  się n ie 
p rzy d a tn a  do dalszego zastosow ania (traw ien ia  
i drukow ania).

7. URZĄDZENIA I NARZĘDZIA

(7.1) maszyna do trawienia wielostopniowego  
(trawiarka) —  m aszyna przeznaczona do traw ie 
n ia klisz, w yposażona w urządzenie n a try sk u jące  
roz tw ór traw iący  na kliszę, zapew niająca sk ró
cenie czasu traw ien ia  i lepszą jakość klisz.

(7.2) m aszyna do trawienia jednostopniowego 
(trawiarka) —  m aszyna przeznaczona do traw ie 
nia klisz w  jednym  procesie, w yposażona w 
urządzenie podające (np. n a try sk u jące) roztw ór 
traw iący  na klisze oraz a p a ra tu rę  regu lu jącą  
i u trzy m u jącą  w ym agane p a ram e try  traw ien ia .

R ozróżnia się n astęp u jące  ty p y  m aszyn do tra 
w ienia jednostopniow ego:

—  łopatkow e,
—  dyszowe,
—  dyszow o-pow ietrzne,
—  spływ ow e.
(7.3) maszyna do grawerowania (grawerka) —

m aszyna do m echanicznego lub term icznego w y
konyw ania klisz w m eta lu  lub  w  tw orzyw ie 
sztucznym , sterow ana ręcznie, m echanicznie lub 
au tom atycznie.

(7.4) maszyna do odbitek próbnych —  urządze
nie napędzane ręcznie lub  m echanicznie p rzezna
czone zw ykle do w ykonyw ania n iew ielk iej ilości 
p róbnych  odbitek, pozbaw ione au tom atycznego  
podaw ania papieru .

(7.5) kop iarka —  urządzenie przeznaczone do 
w ykonyw ania kopii stykow ych w procesie foto- 
rep rod u k cy jn y m , sk ład a jące  się z dw óch zasadni
czych części: źródła św iatła  i e lem entów  kon
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s tru k cy jn y ch  u trzy m u jący ch  w  kontakcie po
w ierzchniow ym  kopiow ane przezrocza z m a te r ia 
łem  św iatłoczułym .

K opiark i m ogą być w yposażone w  dodatkow e 
elem enty  jak : kom presory , zegary  sygnalizacyj- 
no-w yłącznikow e, f iltry  barw ne, lam py  ciem nio
we, inne źródła św iatła  itd.

(7.6) kopiarka do płyt fotoreliefow ych —  rodzaj 
kopiark i w yposażonej w system  podśw ietleniow y, 
um ożliw iający uzyskanie podśw ietlenia konie
cznego w procesie w ykonyw ania fo toreliefow ych 
klisz chem igraficznych.

(7.7) w ywoływ arka do płyt fotoreliefowych —
herm etyczne urządzenie w yposażone w zbiornik  
na roztw ór w ym yw ający , system  dysz do n a try 
sk iw ania roz tw oru  n a  w ym yw aną kopię, w skaźni
ki kon tro lno-pom iarow e itp ., um ożliw iające w y
m yw anie na p łycie m iejsc n iedruku jących .

(7.8) frezarka chemigraficzna pozioma (fasetar- 
ka) — m aszyna przeznaczona do obróbki k raw ę
dzi k liszy (w ykonyw ania fasety).

(7.9) frezarka chemigraficzna pionowa (rau- 
tting) —  m aszyna przeznaczona do w ycinania lub 
pogłębiania m iejsc n ied ru k u jący ch  kliszy.

(7.10) piec do wygrzewania kopii —  urządzenie 
przeznaczone do zw iększenia kwasoodponności ko
pii, wyposażone w system  grzejny , te rm o sta t 
i w yłącznik  czasow o-sygnalizacyjny.

(7.11) głębokościomierz — przy rząd  pom iarow y 
przeznaczony do m echanicznego lub  optycznego 
m ierzenia głębokości traw ien ia  klisz chem igra
ficznych.

(7.12) wysokościomierz — przy rząd  pom iarow y 
w yposażony w czujnik, przeznaczony do pom iaru  
wysokości fo rm y w ypukłodrukow ej lub  je j ele
m entów  (np. kliszy chem igraficznej na  podstaw 
ce).

(7.13) walec ręczny —  w alec przeznaczony do 
ręcznego nanoszenia fa rb y  m. in. w  chem igrafii 
w  procesie w ielostopniow ego traw ien ia  klisz w 
celu zabezpieczenia m iejsc nie podlegających  t r a 
w ieniu. W alec ręczny  sk łada się z trzp ien ia  oraz 
naciągniętego na niego obciągu skórzanego lub  
gum owego.

(7.14) nożyce do cięcia płyt —  urządzen ie  w y
posażone w  dw a noże: s ta ły  i ruchom y, p rzezna
czone do p rzek raw an ia  p ły t chem igraficznych.

(7.15) rylce grawerskie —  wg BN-72/7401-09.

8. MATERIAŁY

(8.1) roztw ór kopiow y — wg BN-72/7401-10.
(8.2) klej kostny — klej zw ierzęcy o trzym yw a

ny z odtłuszczonych kości zw ierzęcych. W zim nej

w odzie pęcznieje i ju ż  p rzy  1% je j zaw artości 
tw orzy galaretę , k tó ra  po ogrzaniu  do tem p era
tu ry  około 40cC rozpuszcza się, dając  lepki roz
tw ór, stosow any do sporządzania roztw orów  ko
piow ych dla chem igrafii.

(8.3) klej skórny — klej zw ierzęcy o trzy m y 
w any  z odpadów  sk ó r surow ych. K lej skórny  m a 
w łaściw ości zbliżone do k le ju  kostnego, ale p rze
wyższa go jakością.

S tosow any jes t do sporządzania roztw orów  ko
piow ych d la chem igafii.

(8.4) kreda szlamowana (pław iona) — wg 
BN-72/7401-10.

(8.5) pasta do oczyszczania płyt — m ieszanina 
roz tw oru  wodnego w odoro tlenku  sodowego tech 
nicznego i k red y  szlam ow anej stosow ana do oczy
szczania p ły t i klisz chem igraficznych.

(8.6) roztwór wymywający — w odny roz tw ór 
(przew ażnie alkoholu  lub  w odoro tlenku  sodowe
go) przeznaczony do w yp łuk iw an ia  re lie fu  na
św ietlonych  p ły t fo tore liefow ych w  procesie w y
konyw ania fo rm y  drukow ej.

(8.7) środek korekcyjny — p re p a ra t chem iczny 
w postaci p as ty  lub  p ły n u  przeznaczony do ko 
re k ty  kopii chem igraficznej na p ły tach  p resensy - 
bilizow anych, którego działan ie polega na usuw a
n iu  w a rs tw y  kopiow ej ze zbędnych elem entów  
rysunku .

(8.8) farba chemigraficzna — czarna fa rb a  g ra 
ficzna w  połączeniu  z asfa ltem  sy ry jsk im  lub  ka
lafonią przeznaczona do ochrony elem entów  d ru 
k u jących  w  procesie traw ien ia  klisz.

(8.9) kalafonia —  w g BN-72/7401-10.
(8.10) asfalt syryjski — w g BN-72/7401-10.
(8.11) zwilżacz —  roztw ór zw iązku pow ierzch- 

n iow o-czynnego stosow any w  celu  odtłuszczenia 
i zw ilżenia kopii p rzed  procesem  traw ien ia  jedno- 
stopniow ego.

(8.12) roztwory traw iące —  w odne roz tw ory  
kw asów , np. azotow ego lub  soli (np. sześciochlor- 
ku  żelazowego), p rzeznaczone do chem icznego 
roz tw arzan ia  (rozpuszczania) niezabezpieczonych 
m iejsc kopii chem igraficznej w ręcznych  lub m a
szynow ych procesach traw ien ia  klisz.

(8.13) roztwór do trawienia jednostopniowego — 
m ieszanina rozcieńczonego kw asu  azotowego
i środka ochronnego, będącego roz tw orem  zw ią
zku pow ierzchniow o-czynnego w  rozpuszczaln iku  
organicznym .

(8.14) środek ochronny do trawienia jednostop- 
niowego —  m ieszanina o leju  ochronnego (np. 
siarczanow anego o le ju  rycynow ego) w  rozpuszczal
n iku  organicznym  (np. dw uetylobenzen), zabez
pieczająca boki elem entów  d ru k u jący ch  przed ro z
tw arzającym  (rozpuszczającym ) działan iem  kw asu  
azotowego.

K O N I E C
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1. In sty tu c ja  o p racow u jąca  norm ę —  O środek B a -  
d a w czo -R o zw cjo w y  P rzem y słu  P o ligra ficzn ego .

2. N o rm y  i d o k u m en ty  zw iązan e
B N -73/7401-O I P o lig ra fia . P o d sta w o w e  n a z w y  i o k reśle 

nia
B N -72/7401-09 T ech n ik a  d ru k ow an ia  w k lę s łe g o . W yk o

n an ie  form y dru k ow ej. N a zw y  i o k reślen ia  
B N -72/7401-10  T ech n ik a  d ru k ow an ia  p łask iego . W yk on a

n ie  form y d ru k ow ej. N a zw y  i o k reślen ia  
S y stem a ty czn y  W ykaz W yrobów . T om  III. G U S. W ar

szaw a; W y d a w n ictw o  K a ta lo g ó w  i C en n ik ó w  1963
3. A u to rzy  p rojek tu  n orm y —  m gr K ry sty n a  W ysocka  

i inż. Jan  D ryzd  O środek  B a d a w czo -R o zw o jo w y  P rzem y 
słu  P o lig ra ficzn eg o .

4. Sk orow id z  term in ó w
A

a tla s b a rw  (2.2) 
a sfa lt  sy ry jsk i (8.10)

B
b a rw ien ie  w a r stw y  k o p iow ej (3.10)

c
ch em ig ra fia  (2.1)

F
fa rb a  ch em ig ra ficzn a  (8.3) 
fa se to w a n ie  (3.39) 
form a g ięta  (5.10)
frezark a  ch em ig ra ficzn a  poziom a (fasetark a) (7.8) 
freza rk a  ch em ig ra ficzn a  p io n o w a  (rautting) (7.9) 
frezo w a n ie  (3.38)

G
g łęb o k ośc iom ierz  (7.11) 
głęb o k o ść  tra w ien ia  (2.10) 
g ra w ero w a n ie  e lek tro n iczn e  k lisz  (3.36) 
g ra w ero w a n ie  m ech a n iczn e  k lisz  (3.37)

H
h a r to w a n 'e  k op ii (3.11)

K
k a la fo n ia  (8.9)
k le j k o stn y  (3.2)
k le j sk ó rn y  (8.3)
k lisza  ch em ig ra ficzn a  (5.1)
k lisz a  do tło czen ia  in tro lig a to rsk ieg o  (5.9)
k. d w u stro n n ie  tra w io n a  (5.5)
k. fo to re lie fo w a  (5.2)
k. k resk o w a  (5.6)
k. o tra w io n a  (5.4)
k. ra strow an a  (5.3)
k. r a stro w o -k resk o w a  (5.7)
k o m p let k lisz  (5.8)
k e n d y cjo n o w a n ie  p ły ty  fo to re łie fo w ej (3.6) 
kop ia  ch em ig ra ficzn a  (4.10) 
k op iark a  (7.5)
k. do p ły t fo to re lie fo w y c h  (7.6)
k o p io w a n ie  uczu lon ej p ły ty  (3.7)
korekcja barwna (2.3)
k. tonalna  (2.4)
k orekta  k lisz  (3.34)
korek ta  k lisz  fo to re lie fo w y c h  (3.35)
k red a  sz la m o w a n a  (p ław ion a) (8.4)

M
m a g n ez jo w a n ie  (3.29)
m aszyna do g ra w ero w a n ia  (graw erka) (7.3) 
m . do o d b itek  próbn ych  (7.4)
m. do tra w ien ia  jed n o sto p n io w eg o  (traw iark a) (7.2) 
m. do tr a w ien ia  w ie lo sto p n io w eg o  (traw iarka) (7.1) 
m a to w a n ie  (3.3) 
m o n to w a n ie  k lisz  (3.40)

N
n a d a w a n ie  fa rb y  (3.30) 
n o ży ce  do c ię c ia  p ły t (7.14)

od tłu szcza n ie  p ły ty  (3.2) 
o tra w ia n ie  (3.28)

p
p a sta  do oczyszczan ia  p ły t (8.5)
p iec  do w y g rzew a n ia  kop ii (7.10)
p ły ta  ch em igraficzn a  (4.1)
p. fo to re lie fo w a  (4.6)
p. k op iow a  (4.2)
p. p resen sy b ilizo w a n a  (4.3)
p. p resen sy b ilizo w a n a  n e g a ty w o w a  (4.4)
p. p resen sy b ilizo w a n a  p o zy ty w o w a  (4.5)
p o d tra w ien ie  (6.3) '
p rep arow an ie  p ły ty  (3.5)
p rofil e lem en tu  d ruk ującego  k liszy  (2.9)
p rzetra w ien ie  (6.2)
p rzy g o to w a n ie  p ły ty  (3.1)
p u d ro w a n ie  kop ii (k liszy ) (3.13)

R
reg en era cja  roztw oru  tra w ią ceg o  (3.33)
rek ry sta liza cja  (6.5)
retu szo w a n ie  kop ii (3.14)
ro ztw ory  tra w ią ce  (8.12)
roztw ór do tra w ien ia  jed n o sto p n io w eg o  (8.13)
r. k o p io w y  (8.1)
r. w y m y w a ją cy  (8.6)
r y lce  g ra w ersk ie  (7.15)

s
sm o la k i (6.1)

S
środ ek  k o rek cy jn y  (8.7)
ś. ochronny do tra w ien ia  jed n o sto p n io w eg o  (8.14)

T
to lera n cja  k w a so w a  (2.5)
tra w ien ie  czy ste  (końcow e) (3.27)
t. e fek tu ją ce  (3.25)
t. g łęb o k ie  (3.24)
t. k lisz  (3.16)
t. k lisz  ch em iczn e  (3.18)
t. k lisz  e lek tro lity czn e  (3.17)
t. k lisz  jed n o sto p n io w e  (3.32)
t. k lisz  w ie lo s to p n io w e  (3.19)
t. p o g łęb ia ją ce  (3.21)
t. pom ocn icze  (3.22)
t. śred n ie  (3.23)
t. w stęp n e  (zatraw ka) (3.20)
t. za o k rąg la jące  (3.26)
trw a ło ść  roztw oru  traw iącego  (2.8)

u
uczu la n ie  roztw oru  (3.4)

w
w a le c  ręczn y  (7.13)
w a rstw a  k op io w a  ch em ig ra ficzn a  (4.7) 
w . k o p io w a  fotorozpu szcza lna  (4.9) 
w . k o p io w a  fo to u tw a rd za ln a  (4.8) 
w . ochronna ch em ig ra ficzn a  (4.11) 
w sp ó łczy n n ik  p rze liczen io w y  (2.7) 
w y d a jn o ść  roztw oru  tra w ią ceg o  (2.6) 
w y g rzew a n ie  kop ii (3.12) 
w y m y w a n ie  kop ii fo to re łie fo w ej (3.9) 
w y so k o śc io m ierz  (7.12) 
w y w o ły w a n ie  kop ii ch em iczn ej (3.8) 
w y w o ły  w ark a  do p ły t fo to re lie fo w y ch  (7.7) 
w żery  (6.4)

z
zab ezp ieczen ie  p ły ty  (3.15) 
zm y w a n ie  k lisz  (3.31) 
z w ilża cz  (8.11)


